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Entwicklung von Laserbearbeitungstechnologien zur Herstellung von Bohrungen und Schneidkonturen mit maximaler Flankensteilheit und hohen Aspektverhältnissen.

Die wichtigsten Zielvorgaben für die Laserbearbeitung: 

◼ Bearbeitung hart-spröder Werkstoffe mit Materialstärken von bis zu 2 mm mit UKP-Technologie

◼ Realisieren von Bohrungsdurchmessern ≤ 200 µm

◼ Überwindung des Tapers, Erreichen von Flankenwinkeln < 1°

◼ Umsetzen eines Aspektverhältnisses von bis zu 10:1

Modifizierung der Anlagentechnik

Konzept Trepanieroptik
Bohrungen bis ø 300 µm realisiert

Lösungsansatz #1
Strahl rotiert auf der Stelle, 

kein Erfolg

Lösungsansatz #2
Konizitätsfreie Bohrungen

< 200 µm realisiert

Ergebnisse Laserbohren

Ergebnisse Laserfräsen

minimal realisierbarer Bohrungsdurchmesser in Al2O3 96% 1 mm (Taper 1,55°) Fremdleistung mittels Tieflochbohroptik via Fraunhofer ILT:

konizitätsfreies Bohren von Al2O3 96% 2 mm
konizitätsfreie Bohrung in Al2O3 96% 0,5 mm (Schnittansicht)

Umsetzung

◼ Überführen der Bohrparameter ins Schneidregime

◼ Trepanieroptik wird als Festoptik betrieben

− die Zustellung erfolgt über CNC-Befehle

◼ Schnittkontur: Rechteck 10 x 10 mm

Laserschneiden Al2O3 96% 0,5 mm

◼ Laserparameter: 1 ps 40 kHz 100% 

◼ Brennweite: f‘ = 50 mm / eff. Vorschub: 1 mm/min

◼ Taper ca. 0,3°

Optimierungsbedarf

◼ angebackene Abtragsprodukte auf der Schnittkante

− Einsatz von Crossjet bzw. Prozessgas

◼ leichte Verrundung auf der Eintrittsseite


